Bienvenido a O-Leaders

O-Leading se esfuerza por ser su socio de solucion integral en la cadena de suministro de EMS, incluido
el disenio de PCB, la fabricacion de PCB y el ensamblaje de PCB (PCBA). Ofrecemos algunas de las
tecnologias de PCB mas avanzadas, incluidas PCB HDI, PCB multicapa, PCB rigido-flexible . Podemos
apoyar desde prototipos de giro rapido hasta produccién media y en masa

En general, nuestros clientes globales estan muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rapida,
precio competitivo y compromiso de calidad. Brindar un servicio técnico mas valioso y una solucion
general es el camino a seqguir para O-liderar.

Mirando hacia el futuro, O-Leaders se concentrara en la innovacion y el desarrollo de la tecnologia de
fabricacion de productos electronicos como siempre, y hara esfuerzos persistentes en el servicio integral
de PCB y PCBA para brindar servicios de primera clase y crear mas valor para nuestros clientes.

HAGA CLIC EN ESTOS PARA OBTENER MAS INFORMACION:Mddulo de interfaz de placa
unica Raspberry Pi 3B y 3B 4B personalizado

Descripcion del producto



https://www.o-leading.com/es/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html
https://www.o-leading.com/es/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html
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Quality Control Process

0-LEADING
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Market Share

o CONSUMER ELECTRONICS o INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

) AutomoTIvE ELECTRONICS (@]

o INDUSTRIAL CONTROL

18%

INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

20%

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

30%

CONSUMER ELECTRONICS

INDUSTRIAL CONTROL
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Nuestro equipo






Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




Certificaciones

¥ ZOAIE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS
We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit Mot 81680491 000-07. 187
Reguaation Add: FLATRM 1204 12F TAI SANG BANK BUILDING 130152 DES
VOEUS BOAD CENTRAL HK
Busiaess  Add. 1311 Fleor 13, Foune Buldng, Derstas Town, Hulpeng
Dawict. Huizhoy. Guasgasng. Ching
and a Quality g System
Which fulfils the of the

GBT19001-2018 kit ISO0001:2015
Scope of certification

Sales of printed circuit boands
initial Issuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008

This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
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SGS

Test Report

No. SZXEC 1800530401 Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED
1313 FLOOR 13. FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.

CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP

SGS Job Mo.

Date of Sample Received -

Testing Period ©

Test Requested
Test Method -

Test Results ©

Conclusion -

Signed for and on behalf of

RP19-005089 - SZ
22 Mar 2018
22 Mar 2019 - 30 Mar 2018

Selected tesi(s) as requested by client.
Please refer to next page(s).

Please refer to next page(s).

Based on the performed tests on submitied sample(s). the results of Lead.
Mercury. Cadmium . Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs)
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phihalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHF) . Butyl benzyl phthalate (BBP). Dibutyl
phthalate (DBP) . and Diisobuty| phthalate (DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex Il to Directive 2011/65/EU.

S$GS&-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

. ./'\

-

Tina Fan
Approved Signatory
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Member of the SGS Graup [SGS SAY

SGS

Test Report No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019

Test Resulis

t Part D [e]
Specimen No.  SGS Sample ID

SN1 S§ZX19-005304.001 Green'PCB"
Remarks -

(1} 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3} ND = Not Detected ( < MDL }
(4} ™" = Not Regulated

Page 20f 6

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017. IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017_ IEC
62321-6:2015 and |IEC62321-8:2017. analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS.

Testltem(s) imit  Unit MDL 201
Cadmium (Cd) 100 mg'kg 2 ND
Lead (Pb) 1.000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1000 mglkg 2 ND
Hexavalent Chromium (Cr{V1}} 1000 mglkg 8 ND
Sum of PBBS 1.000  mglkg S ND
Monobromobiphenyl ] ma/kg 5 ND
Dibromobiphen yl = mglka 5 ND
Tribromobipheny! . mglkg 5 ND
Tetrabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Pentabromobiphenyl - mg'kg 5 ND
Hexabromobipheny! s mglkg 5 ND
Heptabromabipheny| - molkg 5 ND
Octabromobipheny! - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mglkg 5 ND
Decabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  molkg = ND
Monobromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
Dibromodiphenyl ether < mg/kg 5 ND
Tribromedipheny| ether : ma'kg 5 ND
Telrabromodiphenyl ether 2 mglkg 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg/kg L3 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd

ULIAIE, F#EUL BUREISIRSHER, TEEE M LR,

UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Capacidad de procesamiento

Capacidades de produccion de PCB

Recuento de capas 1Layer-32Layer

Espesor de cobre terminado 1/ 30z-120z

Minimo ancho de linea / espaciado interno 3,0 mil / 3,0 mil

Ancho de linea minimo / espaciado externo 4.0 mil / 4.0 mil

Relacion de aspecto méxima 10:1

Espesor del tablero 0,2 mm-5,0 mm

Tamafio maximo del panel (pulgadas) 635 * 1500 mm

Tamafio minimo del orificio perforado 4Amil

Tolerancia de orificio revestido +/- 3 mil

Vias Blind / Enterradas (Tipos AIl) SI

Via relleno (conductivo, no conductivo) SI

Material de base FR-4, FR-4high Tg. Material libre de halégenos, Rogers, Base de aluminio,Poliamida, cobre pesado
Acabados superficiales HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersion,Estafio de inmersion, Dedos de oro, Tinta de carbén

Capacidades de produccion SMT

Material de PCB

FR-4, CEM-1, CEM-3, tablero a base de aluminio

Tamarfio maximo de PCB

510x460mm

Tamafio minimo de PCB 50x50mm
Espesor de PCB 0,5mma4,5 mm
Espesor del tablero 0,5-4 mm
Tamano minimo de los componentes 0201
Componente de tamaiio de chip estdndar|0603 y mayor
Altura maxima del componente 15 mm

Paso minimo de plomo 0,3 mm

Paso minimo de bola BGA 0,4 mm

Precisién de colocacion +/- 0,03 mm

Empaquetado y entrega




Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

Preguntas mas frecuentes

1. ¢Como asegura O-Leading la calidad?

Nuestro alto estandar de calidad se logra con lo siguiente.

1.1 El proceso esta estrictamente controlado bajo las normas ISO 9001: 2008.

1.2 Uso extensivo de software en la gestion del proceso de produccion

1.3 Equipos y herramientas de prueba de ultima generacion. P.ej. Flying Probe, inspeccion de rayos X,
AOQI (inspector 6ptico automatizado) e ICT (pruebas en circuito).

1.4 Equipo de aseguramiento de la calidad dedicado con proceso de analisis de casos de falla

1.5 Formacidén y educacion continua del personal

2. ¢Como mantiene O-Leading su precio competitivo?

Durante la tltima década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos
quimicos) se han duplicado, triplicado o cuadriplicado; La moneda china RMB se habia apreciado un 31%
con respecto al délar estadounidense; Y nuestro costo laboral también aumenté significativamente.

Sin embargo, O-Leading ha mantenido nuestros precios estables. Esto se debe enteramente a nuestras
innovaciones para reducir costos, evitar desperdicios y mejorar la eficiencia. Nuestros precios son muy
competitivos en la industria al mismo nivel de calidad.

Creemos en una asociacion de beneficio mutuo con nuestros clientes. Nuestra asociacion sera de
beneficio mutuo si podemos ofrecerle una ventaja sobre el costo y la calidad.



3. ¢Qué tipo de tableros puede procesar O-Leading?
Placas comunes FR4, High-TG y libres de halégenos, Rogers, Arlon, Telfon, placas a base de aluminio /
cobre, PI, etc.

4. {Qué datos se necesitan para la produccion de PCB y PCBA?

4.1 Lista de materiales (BOM) con designadores de referencia: descripcion del componente, nombre del
fabricante y numero de pieza.

4.2 Archivos Gerber de PCB.

4.3 Plano de fabricacién de PCB y plano de montaje de PCBA.

4.4 Procedimientos de prueba.

4.5 Cualquier restriccion mecanica, como los requisitos de altura de montaje.

5. ¢Cual es el flujo de proceso tipico para PCB multicapa?

Corte de material — Pelicula seca interna —» Grabado interno — AOI interno — Multi-bond — Apilado de
capas Presionando — Perforacion — PTH — Revestimiento de paneles — Pelicula seca externa —
Revestimiento de patrén — Grabado externo — AOI externo — Mascara de soldadura — Marca de
componente — Acabado de superficie - Enrutamiento - E / T - Inspeccion visual.

6. ¢Cuales son los equipos clave para la fabricacion de HDI?

La lista de equipos clave es la siguiente: maquina de perforacion laser, maquina de prensado, linea VCP,
maquina de exposicidon automaética, LDI, etc.

Los equipos que tenemos son los mejores en la industria, las maquinas de perforacion laser son de
Mitsubishi e Hitachi, las méquinas LDI son de Screen (Japon), las maquinas de exposicion automatica
también son de Hitachi, todas ellas hacen que podamos cumplir con los requisitos técnicos del cliente.

7. {Cuantos tipos de acabado superficial O-lead puede hacer?

O-the leader tiene la serie completa de acabados superficiales, tales como: ENIG, OSP, LF-HASL,
chapado en oro (suave / duro), plata de inmersion, estafio, chapado en plata, estafiado por inmersion,
tinta de carbon, etc. OSP, ENIG, OSP + ENIG de uso comun en el HDI, generalmente recomendamos que
utilice un cliente o OSP OSP + ENIG si el tamafio de BGA PAD es inferior a 0,3 mm.

8. {Cual es su capacidad para FPC? ¢O-Leading también puede proporcionar servicio SMT?
O-Leading puede fabricar FPC de una sola capa a 8 capas, el tamano del panel de trabajo puede ser tan
grande como 2000 mm * 240 mm, encuentre los detalles en la pagina "Capacidad flexible"

También proporcionamos un servicio integral de SMT al cliente.

9. ¢{Cuales son los principales factores que afectaran el precio de los PCB?
Material;

Acabado de superficie;

Dificultad tecnoldgica;

Diferentes criterios de calidad;

Caracteristicas de PCB;

Términos de pago;

Diferentes paises de fabricacion.

10. ¢{Cual es la definicion de PCB, PWB y FPC y cual es la diferencia?

PCB es la abreviatura de placa de circuito impreso;

PWRB es la abreviatura de Printed Wire Board, el mismo significado que Printed Circuit Board;
FPC es la abreviatura de Tablero impreso flexible.

11. {Qué factores se deben considerar al elegir el material para una placa PCB?
Se deben considerar los siguientes factores al elegir el material para PCB:
El valor de Tg del material debe ser mayor que la temperatura de operacion;



El material de bajo CTE tiene un buen rendimiento de estabilidad térmica;

Buen rendimiento de resistencia térmica: normalmente se requiere que los PCB resistan 250 °C durante
al menos 50 segundos.

Buena planitud; Teniendo en cuenta las propiedades eléctricas, se utiliza material de baja pérdida / alta
permitividad en PCB de alta frecuencia; Sustrato de fibra de vidrio de poliimida utilizado para PCB
flexible; El ntcleo de metal se utiliza cuando el producto tiene un requisito estricto de disipacion de
calor.

12. {Cuales son las ventajas de la placa de circuito impreso rigido-flexible de O-leading?

El PCB rigido-flexible de O-Leader tiene los caracteres de FPC y PCB, por lo que se puede utilizar en
algunos productos especiales. Una parte es flexible mientras que la otra parte rigida, puede ayudar a
ahorrar espacio interior del producto, reducir el volumen del producto y mejorar el rendimiento.

13. {Como se hace el calculo de la impedancia?

El sistema de control de impedancia se realiza utilizando algunos cupones de prueba, el SI6000 soft y el
equipo CITS 500s de POLAR INSTRUMENTS.

El equipo mide la impedancia en un cupon de configuracion de pista representativa del cual el cliente nos
ha dado un valor y tolerancia determinados.



